1. Platinos cheminio nusodinimo tirpalas, apimantis platinos (IV) jonų šaltinį, ligandą, reduktorių ir pH reguliatorių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas cheminio nusodinimo tirpalas apima:

- 0,003 – 0,03 M koncentracijos Na2Pt(OH)6, kaip platinos(IV) jonų šaltinį;
- 0,015 – 0,25 M koncentracijos diizopropanolaminą (Dipa), kaip ligandą;
- 0,01 – 0,1 M koncentracijos hidraziną N2H4, kaip reduktorių;
- koncentruotą acto rūgštį CH3COOH kaip pH reguliatorių iki mišinio pH 10.

2. Tirpalas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas tirpalas yra iš 0,015 M Na2Pt(OH)6, 0,03 M Dipa, 0,056 M N2H4 ir CH3COOH iki pH 10.
3. Platinos tolydžios dangos formavimo būdas, apimantis dengimo paviršiaus sensibilizavimą SnCl2 tirpale, aktyvavimą PdCl2 tirpale bei panardinimą į vonią su cheminio nusodinimo tirpalu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas cheminio nusodinimo tirpalas yra pagal bet kurį iš 1 - 2 punktų.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sensibilizavimui naudojamo SnCl2 tirpalo koncentracija yra ribose 0,1 – 1,0 g/l, o aktyvavimui naudojamo PdCl2 tirpalo koncentracija yra ribose 0,05 – 1,0 g/l.

5. Būdas pagal bet kurį iš 3 – 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad platinos cheminio nusodinimo metu minėto tirpalo temperatūra neviršija 20 °C.

6. Būdas pagal bet kurį iš 3 – 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad platinos cheminio nusodinimo procesas vyksta leidžiant per tirpalą azotą, kuris atlieka maišymo funkciją bei stabilizuoja tirpalą.
